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PATENTE ODE INVENCION
POR VEINTE ANOS
EN ESPFANA
Solicitada a favor de SOCIETE FRANCAISE METALLD, sociedad fran
cesa, con domicilio social en Rué da Rennes, 149 = PARIS =VI
(Francia),
por
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ "PROCEDIMIENTO PARA EL TRATANMIENTO OE LOS
BORNES DE LOS APARATOS DE CONEXION, PREVISTOS PARA LA FIJA -
CION SOBRE CIRCUITOS IMPRESOS" /=/=/=/=/=/=/=[/=/=/=/=/=/=/=/=
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El presente invento se refiere a los aparatos de cg
nexidn miniatura, destinadoé a ser utilizados en los circui-
tos eléctricos § slectrotécnicos, especialments en los circui
tos de televisidn,

Se refiere el invento mas particularments a los bor
nes de contacto de los aparatos ds conexidn de este tipo, cu=-
ya introducciéq en los elsmentos de ‘contacto hembra correspon
dientes, tales como las liras,. permiten asegurar las conexio =
nes eléctricas requeridas.

Estos bornes sstdn generalmente fijados sobre el cir

‘ cuito impreso por una soldadura al baffo, Sin embargo, para -

que la introduccidn de un borne macho dentro del elemento hem
bra no deforms a este Gltimo mds alld de su limite de elasti-

cidad, es indispensable que el metal de soldadura no se adhig

'ra sobre la parte & las partes del borne destinado 6 destina-

dos a asegurar el contacto con dicho elsnento hembra.
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La bresente invencidn tiens por objeto un prbcedi—
miento de tratamiento sencillo y econdmico que psrmite obte-
ner, por medio de la soldadura al bafio, la fijacidn de los
bornes sobre un circuito impreso, evitando la formacidn de to
do sobra-aspasdr sobre la parte del borns qus asegura sl con~
tacto. ‘

Con este fin, ss ha elegido para la realizacidn de
los bornes un mgtal que, sin proteccidn, se oxida rapidamen-
te y por ello impide gque la soldadura se adhiera. El aluminio

§ sus aleaciones pueden sser ventajosamente utilizados.

Segﬁn.el invento, el procedimisento consiste en efec
tuar un depdsito de metal por un medio slectrolitico, tal co-
mo el estafio, sn la suparficie del borpe, limpiar después por
cualquisr medio quimico adecuado, conocido, aquellas partes del
borne qus tengan que assgurar el contacto eléctrico con la
parte hambra y, dejando que subsista el depdsito unicamente
sobre la parte del borne que ha da ser soldada al circuito im
preso, obteniendose después la fijacidn definitiva entre es-
tos elementos por medio de ia soldadura al bafo. Asi, la sol
dadura no puede adhefirsa sobre la parte del borne limpio,
sino que adhiers solamente sobre la parte pre-estaffada.

Este procedimiento ha de ser necesariamente utiliza
do en el caso dn que se haya previsto el contacto sléctrico
del lado ds la cartulina impresa sometido al bafio de soldadu-
ra. Es facultativo sn el caso sn sl que el contacto eldéctrico
se ha previsto del lado de la cartulina impresa qus no estd
somstido al bafc de la soldadura, puas entonces se admite que

el sobreespesor del depdsito electrolitico no s bastante im=
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portante para.dsformar el contacto hambra. SinAemﬁgigu, si se
juzgara favorable, podria limpiarse de la misma forma los dos
extremos del borne. .

El dibujo adjunto ilustra esquemdticamente las dis-
tintas fases del tratamiento,

La figura 1, representa un borne de cbntacto 1, deg
pués ds la fahricacidn. '

La figufg 2 representa, bajo la rsferencia 2, el
mismo borne después de la aplicacidn del dspdsito electroliti
co.

La figura 3,-representa una pluralidad de los bornes,
2, rsunidos soﬁre la plaguita aislante 3, dentroc de la cual
han sido introducidos dos,a la fuerza,de forma conocida.

La figura 4 es una vista en perfil del conjunte re- 
presentado en la figyra 3.

La figura 5; andloga a la figura 4, representa el bor
ne 2 luasgo de haberée efectuado la limpieza segin el invento,
sobre la parte "a" gquedando solamente las partes "b" 9 c" re
cubiertas por el depdsito slectrolitico.

’ En la figura 6, el!borne 2 estd representado des -
pués de su colocacidn sobre el circuito impreso 4. La refaren
cia 5 designa el conjunto de cables; la referencia 6 la solda

dura que asegura la fijacidn del borhe sobre la cartulina im

:presa. Después del paso por el baffo, la soldadura se adhiare

Gnicamente sobra la parte "h" y no se adhisre sobre la parte
Ila“ .
Es evidente que, si se juzga oportuno, la parte "g"

del borne se pueds limpiar de la misma forma que la parte "a",

tal como se representa en la figura 6.
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El prpcedimiénto de tratamiento, tal como se acaba
de definir mds arriba, pueds ser aplicado industrialmente de
forma ssncilla y madianta un precio de coste de fabricacidn
minimo,

Los bornes, después de un estafado electrolitico
efectuado en forma conocida, 8on introducidos a la fuerza so-
bre la plaquita aislants, de manera que Fformen un elemento
conectador que pusda incluir cualquier nimero de bornes si-
guiendo el método convencional, As{ montados sobre su plagui
ta~soporte, estdn entonces dispuestos sobre un medio trans-
portador para ser limpiados dentro de un bafio quimico a la

altura deseada.

§i fuera necssario, pueds aplicarse el mismo méto=
do ds limpieza.a una y a la otra parte de los extremos de

los bornes,
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NOTA REIVINDICATORIA

=R W XD OSSo omoxm oo
En esta Patente de Invencidn se reivindicat

1.~ Procedimiento para el tratamisnto de los bornes
de los aparatos de'conexién, previstos para la fijacidn sobre
circuitos impresos mediante soldadura al bafio, aplicable -
especialments sobre los bornes constituidos de metales oxida-
bles tales como el aluminio y sus aleaciones, caracterizado
por efactuar primeramente sobre toda lé éuperficie del borne
un depdsito electrolitice da'uq metal tal ‘como el estafio, lim
piando seguidaments después,'dentro de un bafio quimico, sola-
mente las partes de los bornes dastinadas a asagurar el con =
tacto con los elamentos de contacto hembra correspondientes,
de manera gue se svite, luego de puesto esn su lugar sobre sl
circuito impreso, después de la soldadura al bafio, la adharan
cia del metal de soldadura sobre dichas partes del borne, for
mando un sobre-aspesor que pued? ocasionar la deformacidn 6

el desterioro de dichos elementos de contacto hembra correspon

dientes. . '

2.~ " PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS BOR
NES DE LOS APARATOS DE CONEXION, PREVISTOS PARA LA FIJACION

* SOBRE CIRCUITOS IMPRESOS ™,

De conformidad en un todo en lo ssencial y fines in
dustriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva
y grificamente reprasentado en los adjuntos planos para su

me jor comprensidn,



Esta memoria consta de SEIS hojas sscritas ¢ meca-

nografiadas por una sola cara a doble espacio.

Madrid. J NQv. 1978

Por autorizacidn de la interegsada.
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